Konstrukce elektronické ¢asti s ploSnymi spoiji
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elektrické propojeni. Vyjimku tvd rozmerné a €zké sowdsti, jako jsou #Si transformatory, které se
montuji @imo na Sasi skné. Pro rekteré vysokofrekvetni obvody je gkdy vhodna montaz na kovové
piepazky stitnych komirek pomoci zvlastnich émych bodi a pfichodek. Vzniklé moduly se spojuji ve
funkeéni celky pomoci konektorovych sgapebo gimym pajenim propojovacimi voii

Uspsna realizace elektronickych obwocha DPS vyzaduje zvliadnuti navrhu a vyroby desek
s ploSnymi spoji. Toto se realizuje podle zasadwpEho navrhu DPS.

Desky pro ploSné spoje jsou temy izol&nim materialem, ktery je jednostrannebo oboustrarn
platovan tenkou gdénou folii. Vyrakené tlougky desek jsou 0,5 -0,8 - 1,0 - 1,5 - 2,0 — 2,50-n3n.

V praxi se nejastji pouzivaji desky tlou¥ky 1,0 — 1,5 a 2,0 mm jednostranplatované. Tlouka msdéné
folie je 0,035 a 0,070 mm (35 a @), now také 0,015 mm (1pm).

Podle druhu izokniho materialu se u nas vysbtii druhy desek pro plosné spoje. Desky
Cuprexkart ER jsou vyrobeny z tvrzeného papiru. Nemaji valndatza ani vysokofrekvetni vlastnosti,
nehodi se pro vihké prasti a pouZzivaji se pro m&narainé obvody. Deskguprextit AV jsou vyrobeny
z tvrzené skelné tkaniny. Tento material je unigdrza pouziva se ngstji. Ze stejného materialu jsou
deskyUmatex GE; maji velmi dobré vysokofrekvéni vlastnosti i tepelnou odolnosti pajeni. Tento typ
desky je ovSem nejdrazsi.

KoneZna velikost desky se voli podle pelvy, zpravidla vSak v nasobcich 5 mrrippdré 2,5 mm.
Podob# sit’ otvori pro sowdastky se voli v rastru 2,5 nebo 1,24 mm (2,54 ieB@ mm pro palcovou i
Doporuituje se umitovat sodastky na desce ve $m 0s vzajem#é na sebe kolmych a rovné&mych
s hranami desky. Bmér dér pro vyvody se vrta 0 0,1 az 0,2 mrtsi, nez je pimér vyvodu.

U souwastek, jejichz hodnoty se dostavuijfippo nebo pomoci nastroje, apu odporovych a
kapacitnich trimit nebo dold’ovacich jader civek, musi byt ovladaci mististppna, nejlépe z obou stran
desky. Souastky zaujimaji uiity prostor nad deskou a také pod ni. S tim jeghat pditat pi zastavis
desek do ghn¢, zvlast s ohledem na vzajemné ruseni a oteplovani.

Podle obtiZnosti se ploSné spojdidio ¢ty tiid podle tabulky 1. Hlavnim kritériem je minimalni
vzdalenost $edi dvou sousednich elektricky nespojenych pajeciaiibktera je ozngenaa. Fritom stai,
aby se tato vzdalenost na desce vyskytla jen jedpal$imi kritérii jsou §ka vodte e a nejmensi mozna
mezera mezi vodi f. Desky tidy | a Il jsou pi individualni praci vyrobitelné n¢. Pro deskyiidy Il
musi byt spoj navrzen ve &geném niitku a vyroben fotografickou cestou i kdyby se j@dnpouze io
jeden kus. Tida desek IV neni nahradnimitgoby vyrobitelnd a je gena gedevsim pro strojni navrh a
zpracovani velkych sérii.

Tabulka 1
Trida | I 1l W
Zakladni sf (mm) 2,50 1,25 1,25 1,25
Vzdalenost (mm) 5,00 3,54 2,50 2,50
Sitka vodE e (mm) 0,50 0,40 0,30 0,30
Sitka mezeryf (mm) 0,65 0,45 0,35 0,30

Zvlastnim druhem kaceje navrh spojového obrazcdklRdem pro jeho navrh je elektrické schéma
obvodu a znalostinnosti tohoto obvodu. VSechny s@stky musi byt ozrigny tak, aby nedoSlo k jejich
s tim, Ze se nam navrh nepovede vypracovat hneampnaida Ze jej budedba rkolikrat opakovat, zejména
pii praci ne relativé malych rozrndrech desky. B navrhu pomahéesit detailnicasti odélerg.

K navrhu je nejlépe vyuZittveretkovany papir srastrem 2,5 mm nebo milimetrovy papi
Jednoduché obvody navrhujeme ¥fitku 1 : 1.

Obrazec ploSného spoje kreslime tuzkou ze stramjepdo na ploSny spoj. VSechny géstky
ozn&ujeme a dbame zasad uvedenych vtomto materialinéVplochy nechame pokryty folii, kterou
propojime se spotaym zemnim vodiem. Slab ozn&ujeme i skuténé velikosti sotastek, aby pozii
nedoslo k jejich nezadoucimughryvani. Bi kiizeni spaj se vyhneme jejich slozitému obchazeni pouzitim



dratové propojky ze strany stastek. Dbame vsak, aby jich byl o co nejsmémkdy st&i jinak rozmistit
souwastky a nemusi byt ani jedna). Je vyhodné nechapogvém obrazci misto na ozeai desky jako
celku, gipadreé oznaeni dilezitych méticich bodi a vyvodi 10. Také je gkdy vyhodné si na DPS vyzéia
pouzity zdroj.

PEi rucni vyroke desky pilozime navrh spojového obrazce n&sttnou a odmashou folii desky
(my pouzivame suchy pisek AVA a péigieni musi voda po folii udlat souvisly film a nesmi nikde rychle
mizet). Budouci otvory pro séastky ozndime zlehka dicikem (aby se matrial &di priliS nekupil okolo
budouciho otvoru) nebi rysovaci jehlou a pak paafedlohy dokreslime plosné spoje lihovym fixem,
barvou nebo jinym materialem, ktery vydrzi v leptazni alespd po dobu leptani.

Pred leptani se folie jiZz nesmime dotknout, anifjak znéistit. Leptani zn&stenych mist by bylo
obtizné, pipadré vibec nemozné. K leptani pouzivamané roztoky. Nejpouzivasi mezi amatéry je
roztok chloridu Zeleznatého. Také se vytabztok Grafolit, zahlubovapro med’, ktery se pouzivalimo.

K leptani Ize pouzit také roztok 33% technické kpsechlorovodikové s 10% peroxidem vodiku.
Roztok vSak neni staly a pouziva se vidystvy. Ri praci s leptacimi roztoky musime pracovat vigob
vétraném prosedi a vystihat se pdisnéni odtvu, tla a hlave oci. Po odleptani nepiabnécasti folie
odstranime zbylogast fixu, barvy nebo toneru a desku omyjeme a o®ISPo vyvrtani otvdr nateme
stranu spdj roztokem kalafuny v lihu. Asi za dvhodiny gestane kalafuna lepit a deska j@pmvena
k zapajeni satastek. Kalafuna zabtigje vzduchu oxidaci gdi a zarove zlepSuje budouci pajeni jakozto
tavidlo.

DalSi postupy vyroba desek s ploSnymi spoji jsaodmficka cesta nebo také frézovani. Posledni
dobou se roz#ije vyroba DPS pomoci toneru z laserovych tiskafewly je poteba si vzdy ugdomit, Ze
pirenesenim obrazce za pomoci Z&hli se zarovie obrazec ozrcadli, takze je nutné vyrobiegiohu
z pohledu sotastek. Postup je skoro stejny jakoreqeSlych fipadech, jen kigneseni obrazce ploSnych
spoj se pouziva Zeldka s maximalni moznou teplotou a postupuje seZalse na jednom konci Zeila
prilozi na gedlohu a necha se chvilkuigpbit. Tim dojde k filepeni gedlohy k desce s &di a pak se jiz
postupuje jako f normalnim Zehleni. Obrazec je sprapieZzehlen, kdyz dojde k jeho objeveni se jakoby
pod Zehltkou. Pak se deska paialo vody, kde se necha papir odeta To je asi po 10 minutach, kdy
muzeme opatré zkusit, zda se papir odlepuje od desky a tonepalama descetstava. Potom opatén
papir prsty odrolujeme pod tekouci vodou, dokudhejwice papiru nesundame. Pak se deska usuSiya zbyl
papir se pod lupou odstrani jehlou na Siti nebost/sovaci jehlou. Pak se deska vylepta.

Abychom gedesli zbytenym zdvadam, je aglné zngtit elektrickou ptichodnost spdj jeSt pred
pajenim sodastek a tenkeé trhliny spojit kapkou pajkyetst trhliny je Iépe propojit zapojovacim dratkem.
Také je pateba znfit izolagni vlastnosti sousednich sppjnekdy zistane drobné smitko nevyleptané a
dojde ke zkratu sousednich plosnych &poj

Zdroj: M. Syrovatko — Obvody zesileviea piijimacii



